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理解百年未有之大变局
2019年09月18日，张宇燕,
中国社会科学院世界经济与政治研究所所长

1. 大国间力量对比发生深刻变化
2. 科技进步影响深远并伴随众多不确定性
3. 民众权利意识普遍觉醒
4. 人口结构变化复杂深刻
5. 二战后美元主导的国际货币体系正在接

近十字路口
6. 国际多边体系进入瓦解与重构过程
7. 作为超级大国的美国制度颓势显露
8. 主要大国之间“规锁”与“反规锁”日

趋白热化
http://www.qstheory.cn/llwx/2019-09/18/c_1125010363.htm

“百年未有之大变局”：五大特点前所未有
2018年12月14日，阮宗泽，中国国际问题研究院常务副院长

1. 一大批新兴经济体和发展中国家群体性崛起前所未有。
2. 世界最强的国家美国从一个常量成为最大的变量前所未有。
3. 西方内部的四分五裂前所未有。
4. 多边主义与单边主义的激烈较量前所未有。
5. 科学技术的进步和发展推动着“百年未有之大变局”的情形

前所未有。
http://www.pinlue.com/article/2019/03/2014/428281701010.html

深刻理解把握世界“百年未有之大变局”
2018年09月03日，李杰

1. 大变局的本质，是国际力量对比变化。
2. 大变局的动力，是生产力的决定作用。
3. 大变局的关键，是制度优势。
4. 大变局的规律，是长期性渐进式。
http://www.qstheory.cn/llwx/2018-09/03/c_1123369881.htm

“百年未有之大变局”

2018年6月，中国国家主席习近平在中央外事工作会议上发表讲话时指
出：当前中国处于近代以来最好的发展时期，世界处于百年未有之大变
局，两者同步交织、相互激荡。
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过去五十年全球 GDP 的增长情况

1970-2001的31年里，全球GDP累计为568.3万亿美元，平均到每
年 为18.3万亿美元。2001-2019的19年间，全球GDP累计达到
1172.5万亿美元，平均到每年为65.1万亿美元，是前面31年的3.6
倍

2000年之后，互联网技术、移动通信技术，尤其是二者的结合 —
移动互联网技术逐渐走向全球统一，促进了全球经济的高速发展。

数据来源：联合国统计司
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互联网和移动通信的结合推动了信息产业的大发展
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半导体产业强力支撑了信息产业的发展

Source：WSTS & CSIA, 2020

1987-2001的15年里，全球半导体产业的累计收入为
15024亿美元，平均到每年为1002亿美元。2002-
2019的18年间，全球半导体产业的累计收入达到
52213亿美元，平均到每年为2901亿美元，是前面
15年的2.9倍
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自上世纪九十年代以来，全球GDP与集成电路产业之间呈现出一种相关性，而且进入本世纪第二
个十年后，这种相关性越来越强。
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半导体产业发展与 GDP 之间呈现出强相关性
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近二十年中国经济的高速增长得益于信息产业

Trillion RMB

1987-2005的18年间，中国GDP从1.22万亿元人民币增涨到18.73
万亿元，累计1405万亿元，平均每年7.8万亿元。2006-2019的
14年间，中国GDP从18.73万亿元人民币增长到99.09万亿元人民
币，累计7987万亿元，平均每年57万亿元。是前面18年的7.3倍。

显然，除了房地产和高铁，中国的高速发展主要得益于搭上了信
息技术快速发展的快车。这也与我们的日常感觉是一致的，中国
的信息技术发展十分迅速。中国生产了世界上绝大部分的手机、
电脑、电视及家电产品。

数据来源：国家统计局



102020年11月5日，ASPENCORE 全球CEO峰会  中国深圳  2020 All Rights Reserved（内部交流，请勿外传）

38.7 40.9 44.9 42.3 37.9 38.5
53.7 55.2 54.4 61.5 69.3 68.7 65.5

88.5
103

78.5

41.0 39.4 39.9 41 38.2 29.9

38.1 37.4 33.2
34.9

37.5 34.3 32.7

38.3
43

3645.8 44.1 46.4 48.8
48.5

38.3

46.6 42.9 41.1 34.8
34.8 31.1 32.3

36.6

40

39.828.3 33.0
40.3 43.9

42.7
55.5

76.1 79.6 81 88.3
91.5 98.6 107.6

131.5

158.4

144.6

60.5
70.3

76.2 79.6
81.3

64.1

83.8 84.4 81.9
86.1

102.7 102.5 100.7

117.3

124.4

113.3

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

500.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Americas Europe Japan China Other Asia Pacific

中国成为世界上最大的半导体市场

数据来源：中国半导体行业协会，2019年

USD$ B

2004-2019年，中国半导体市场规模增加了4倍
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中国集成电路产业发展状况

十五年来我国集成电路产业高速增长，产值增长近14倍，年均复合增长率达到19.2%，远高于
全球4.5%的年均复合增长率。2019年，中国集成电路产业继续维持两位数成长，全年销售达
到7562.3亿元，同比增长15.8%。

2004-2019年中国集成电路产业增长情况
2004-2019年15年间 CAGR=19.2%
2004-2014年10年间 CAGR=18.7%
2014-2019年 5年间 CAGR=20.2%

单位：亿元人民币

数据来源：公开资料整理，中国半导体行业协会，2020
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产业链各环节发展情况

2004和2019年中国集成电路产业链各环节规模与增速

十五年来中国集成电路产业各环节实现快速增长，2019年各个环节销售额均超过2000亿元。产业
结构方面，芯片设计业增速在三业中最快，年均复合增长率27.04%。产业结构日趋均衡，封装测
试业占比从2004年的51.4%下降到2019年的31.1%。

数据来源：公开资料整理，中国半导体行业协会，2020

单位：亿元人民币

36.2X

11.9X 8.4X
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芯片设计产业情况

十五年来芯片设计业快速发展壮大，年均复合增长率为27.04%，是三业中唯一15年来年增长
率皆为正值的环节，成为我国集成电路产业发展的重要火车头。我国设计业超越台湾地区成为
全球第二大设计业聚集地，占全球集成电路设计业的比重由2004年的3.56%提升到2019年的
42.99%。

单位：亿元人民币

数据来源：公开资料整理，中国半导体行业协会

2004-2019年中国集成电路设计业发展状况

2004-2019年 CAGR = 27.04%
2014-2019年 CAGR = 23.94%

注：统计数据包含外资在华企业
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芯片制造产业情况

2004-2019年 CAGR = 17.96%
2014-2019年 CAGR = 24.72%

数据来源：公开资料整理、中国半导体行业协会，2020

2004-2019年中国集成电路制造业发展状况

十五年来芯片制造业产业规模稳步增长，年均复合增长率为17.96%。在《纲要》的指导下，
在大基金的强力拉动下，中国大陆集成电路制造业正在迎来新一轮的高速增长，2014年以来，
制造业的年均复合增长率为24.72%，为三业中最高。

单位：亿元人民币

注：统计数据包含外资在华企业
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芯片封测产业情况

2004-2019年中国集成电路封测业发展状况

中国大陆集成电路封测业十五年间的年均复合增长率为15.23%，总体规模被芯片设计业超越。
封测的技术水平的企业实力显著提升，在全球封测业占据重要地位。

数据来源：中国半导体行业协会，2020

单位：亿元人民币

注：统计数据包含外资在华企业

2004-2019年 CAGR = 15.23%
2014-2019年 CAGR = 13.35%
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半导体装备产业情况

中国大陆半导体装备产业在很长一段时间内，存在感不强。在外资的冲击下，在生存边缘上苦
苦挣扎。2008年启动的国家科技重大专项，为装备产业的发展注入了强大动力，促进了大陆
装备制造业的快速发展，2008-2019年10年间的年均复合增长率为18.37%。

2008-2019年中国半导体装备产业发展状况

单位：亿元人民币

2008-2019年 CAGR = 18.37%

数据来源：中国半导体行业协会，2020
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2005-2019年 CAGR 
=27.31%

数据来源：中国半导体行业协会，2019年

中国大陆半导体制造用材料产业近些年取得了长足进步，保持了快速发展的势头，2005-
2019年的年均复合增长率为19.8%。

2005-2019年中国半导体制造用材料产业发展状况
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国产芯片产品的本地市场占比

“需求旺盛、供给不足”意味着庞大的发展空间
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系统 设备 核心芯片 市场占有率

计算机系统

服务器 CPU < 0.5%

个人电脑 CPU/GPU < 0.5%

工业应用 CPU  10%

通用电子系统

可编程逻辑设备 FPGA/EPLD  1%

数字信号处理设备 DSP < 0.5%

嵌入式系统 Embedded CPU ~ 10%

通信装备
移动通信终端

Application Processor  23%

Communication 
Processor

 25%

Embedded CPU/GPU < 0.5%

Embedded DSP < 0.5%

核心网络设备 NPU  15%

存储设备 半导体存储器

DRAM < 0.5%

Nand Flash < 0.5%

Nor Flash  12%

显示及视频系统 高清电视和智能电视
图像处理器  40%

显示驱动 < 0.5%

高端芯片产品对外依存度仍然很高
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中低端芯片的竞争能力已有长足提升

 2014-2019年，进口集成电路价值从
2177.2亿美元增长到3064.3亿美元，
增长了40.7%；

 进 口 微 处 理 器 / 控 制 器 从 2014 年 的
1052.2亿美元增长到2019年的1437.7
亿美元，增加了385.5亿美元，增长比
例为36.6%；

 进口半导体存储器从2014年的542.8
亿美元增长到2019年的947.0亿美元，
增 加 了 404.2 亿 美 元 ， 增 长 比 例 为
74.5%；

 进口放大器类芯片从2014年的90亿美
元增长到2019年97.0亿美元，增加了
7.0亿美元，增长比例为7.8%；

 进口其它芯片从2014年的492.2亿美
元增长到2019年的582.6亿美元，增
加了90.4亿美元，增长比例为18.4%。
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天灾：新冠肺炎疫情大流行

全球疫情最新动态：全球累计确诊病例超

过4680万例

FX68财经网，2020-11-2

【全球疫情最新动态：全球累计确诊病例超过4680

万例】Worldometers世界实时统计数据显示，截

至北京时间11月2日7时56分，全球新冠肺炎累计

确诊病例超过4680万例，达到46,801,255例，累

计死亡病例超过120.4万例，达到1,204,964例。

美国新冠肺炎累计确诊病例全球最多，超过947万

例，达到9,473,401例；累计死亡病例超过23.6万

例，达到236,471例。

https://www.fx168.com/fx168_t/2011/4356906.shtml



232020年11月5日，ASPENCORE 全球CEO峰会  中国深圳  2020 All Rights Reserved（内部交流，请勿外传）

疫情大流行是否会带来需求大萎缩？

IDC预测：2020年全球智能手机市场将下降11.9%
新华社新媒体，发布时间：06-04

国际知名数据分析机构IDC最新公布的《全球手机季度跟
踪报告》预测，2020年全球智能手机市场或将下降11.9%，
出货总量降至12亿部。IDC称，受新冠肺炎疫情影响，预
计今年上半年智能手机出货量将下降18.2%，全球智能手
机出货量预计要到2021年第一季度才会恢复增长。
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1668554440131019667&wfr=spider&for=pc

Canalys：2020年全球PC出货量将下降7％
EEPW, 2020-06-11来源：新浪科技

调研公司Canalys发布最新报告预测，由于疫情的影响，
2020 年 全 球 PC （ 含 平 板 电 脑 ）出货量将下降7% 。
Canalys还预计，全球个人电脑市场将在2021年保持平稳
，并在2022年恢复2%的增长。今年第一季度期间PC出货
量下降了9%左右。
http://www.eepw.com.cn/article/202006/414138.htm

2020年全球电视市场量跌5.8%
米观科技，发布时间：05-07

市场调研机构WitsView最新研究报告下调了各季度全球电
视出货量预测，其中，由于受供应端和需求端双重压力，
全球第二季度电视出货量从疫情爆发前预估的4.76亿台下
调到4.41亿台，同比下跌幅度修正到7.3%。全年出货量除
了持续受疫情影响外，还会因为欧洲杯和东京奥运延期至
2021年而增长乏力。WitsView预估2020年全年电视出货
量下调至20.52亿台，同比去年将减少5.8%。
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1666031482390936264&wfr=spider&for=pc

多家公司预测2020年全球半导体收入将下降

近日，Gartner预测，由于新冠疫情对半导体供需的影响，
2020年全球半导体收入预计将下降0.9%，远低于上一季
度所预测的增长12.5%。Gartner研究业务副总裁Richard
Gordon表示：“今年的预测本来可能会更加糟糕，但存
储器的增长缓冲了下降的速度。”而。麦肯锡则预测2020
年全球半导体的乐观估计是萎缩5%，而悲观的估计则为
下降15%。
https://tech.sina.com.cn/roll/2020-04-11/doc-iirczymi5628770.shtml
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人祸：中美冲突加剧，有人鼓吹产业脱钩

【环球网报道 记者 李东尧】为了让美国企业从中国回
流，美国政府不惜100%替企业回流成本埋单？最近，
美国特朗普政府内部就有人动了这一念头。综合路透
社、彭博社报道，当地时间4月9日，白宫国家经济委
员会主任拉里·库德洛（Larry Kudlow）提到，一种可
能吸引美国企业从中国回流的政策是，将回流支出
100%直接费用化（immediate expensing）。按照
他的解释，这样就“等于我们为美国企业从中国搬回
美国的成本埋单”。

日本政府出资支持日本企业撤离中国

据彭博社报道称，为应对新冠疫情对于经济带来的负
面影响，日本经济产业省推出了总额高达108万亿日元
（约合人民币7万亿元）的一项抗疫经济救助计划。根
据日本经济产业省公布的经济刺激计划细节，在用于
“改革供应链”的项目中，有2200亿日元（约合人民
币143亿元） 用于资助日本企业将生产线从中国转移
回日本本土，235亿日元（约合人民币15亿元）用于资助日本公司将生产从中国转移到其他国家以实现生
产基地多元化。
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一． 我们正在面对百年未有之大变局

二． 中国集成电路面临前所未有的发展机遇和困境

三．人间正道是沧桑：关于大变局下的战略定力

四． 结束语

报告内容
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（一）中国已经融入全球技术体系，不可能走回头路

来源：麦肯锡全球研究院
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全球化是中国科技企业发展壮大的“人间正道”

《中国与世界：理解变化中的经济联系》麦肯锡全球研究院 2019
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美国集成电路公司
销售收入
（亿美元）

在华销售收入
（亿美元）

在华销售收入
占比

思佳讯（Skyworks） 33.0 26.4 80.0%

高通（Qualcomm） 171.0 107.7 63.0%

威讯（Qorvo） 59.0 35.4 60.0%

新博通（Boradcom） 155.0 80.6 52.0%

美光（Micron） 230.0 115.0 50.0%

德州仪器（Texas Instruments） 138.0 59.3 43.0%

微芯科技（Microchip） 39.0 12.1 31.0%

安费诺（Amphenol） 21.0 6.1 29.0%

赛思灵（Xilinx） 25.0 6.3 25.2%

英特尔（Intel） 577.0 132.7 23.0%

西部数据（Western Digital） 92.0 20.2 22.0%

安捷伦（Agilent） 45.0 9.0 20.0%

应用材料（Applied Materials） 145.0 26.1 18.0%

英伟达（Nvidia） 92.0 16.6 18.0%

亚德诺（Analog Devices） 23.0 3.7 16.0%

根据美国半导体行业协会（SIA）

的统计，2018年美国公司出口

到中国的集成电路产品价值超

过800亿美元。而根据中国半导

体行业协会的估计，美国企业

销售到中国的集成电路产品价

值应该接近或超过1000亿美元。

但这情况无论在美国政府还是

在中国政府的统计中都没有得

到真实反映。按照美国海关的

统计，美国只向中国出口了约

100亿美元集成电路，而中国海

关的统计也反映中国仅从美国

购买了约100亿美元的集成电路。

（二）全球化条件下人为脱钩“损人不利己”
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中美技术脱钩对美国半导体领导地位的负面影响极大

资料来源：BCG，2020
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（三）中国要防止极端主义和封闭发展的错误思维

棱镜计划、中兴事件、华为事件、中美贸易
战……现实不止一次告诉我们——网络安全、国家
安全正在面临严峻挑战，根源在于部分核心技术
和设备受制于人。在这个机遇与挑战并存的时代
背景下，“国产化替代”“自主可控”肩负使命。

毋庸置疑，占据中国市场长达几十年的国外
产品在性能和速度上是优越的，国产化替代的进
程必定是漫长且疼痛的。但是必须坚持这么做，
如果不是自主可控的产品，中国产业可能在一天
之内瘫痪，这不是危言耸听。网络空间已成为继
陆、海、空、天四个疆域之外的国家“第五疆
域”，保障网络空间的安全就是保障国家主权，
重要性日益凸显。如果说国产化替代是一场战争，
那么CPU、操作系统、数据库等基础软硬件，就
是自主可控的“正面战场”，是国家网络安全的
基础和保障。 http://www.net116.com/news/29-cn.html http://www.eepw.com.cn/article/201610/311449.htm
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中美半导体产业必须在竞争中合作才能发展

美国芯片业9大组织联合发信，强烈抗议对华出
口3项措施

据路透社报道，在当地时间的周一，美国芯片业的9大组
织致信美国商务部部长Wilbur Ross，敦促其应在（美国
新规）生效之前先征询公众意见，以避免意外后果。这封
由美国半导体工业协会、国家外贸委员会、国际半导体产
业协会（SEMI）以及其他6个组织联合签署的信函指出，
这些变化（美国新规）可能会对半导体行业、其全球供应
链以及更广泛的技术领域产生重大影响。

在世界半导体理事会的框架中协调发展

 反假冒产品

 知识产权保护

 市场发展

 贸易便利化

 关税和税率

 区域支持政策

 加密政策

 能源、安全及健康

 冲突地区矿产资源
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（四）以产品为中心重新审视半导体产业的五大板块

化学制品 单晶制造 硅片制备

集成电路材料

光刻/刻蚀 离子注入 贴片/键合

集成电路装备

掩膜版制备 芯片制造 芯片封装 芯片测试

集成电路封测集成电路制造集成电路设计

芯片设计 销售服务
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在继续发展“设计-代工”模式的同时，大力发展 IDM

武汉长江存储 (YMTC)

2016年7月启动，主营三维闪烁
存储器（3D Nand）2017年9月
厂房完工，2018年10月进入试
产，2019年进入小批量量产。

技术水平：32层 8GB，64Gb，
2019 年 推 出 64 层 3D-Nand ，
128Gb ； 2020 年 在 128 层 3D-
Nand上取得突破；总体技术达
到国际先进水平。

合肥长鑫存储

2016年5月启动，主营动态随机
存储器产品 (DRAM), 2018年1
月厂房完工，6月进入试产，8月
成 品 率 达 到 20% ， 10 月 达 到
80%以上，12月进入量产。

技术水平：19nm 8GB，DDR4，
处于国际先进水平；2019年3季
度，量产8Gb LPDDR4；2021
年完成17nm工艺。
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（五）率先走出新冠肺炎疫情影响给了我们“先手商机”

 根据SIA公布的数据，2020年上半年全球半导体市场同比增长4.52%，

销售额达到2085亿美元。

 根据中国海关统计，2020年1-6月中国进口集成电路2422.7亿块，同

比增长25.5%；进口金额1546.1亿美元，同比增长12.2%。

 中国半导体行业协会统计，2020年1-6月中国集成电路产业销售额为

3539亿元，同比增长16.1%。其中，设计业同比增长23.6%，销售额

为1490.6亿元；制造业同比增长17.8%，销售额为966亿元；封装测

试业同比增长5.9%，销售额1082.4亿元。
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一． 我们正在面对百年未有之大变局

二． 中国集成电路面临前所未有的发展机遇和困境

三． 人间正道是沧桑：关于大变局下的战略定力

四．结束语

报告内容
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尊重产业发展规律，克服急功近利式的冒进发展

芯片项目烂尾引关注国家发改委回应：谁支持、
谁负责

近期一些芯片项目烂尾引发了市场广泛关注。近
日在国家发改委召开的例行新闻发布会上，发改委新
闻发言人孟玮对此作出回应。

孟玮表示，国内投资集成电路产业的热情不断高
涨，一些没经验、没技术、没人才的“三无”企业投
身集成电路行业，个别地方对集成电路发展的规律认
识不够，盲目上项目，低水平重复建设风险显现，甚
至有个别项目建设停滞、厂房空置，造成资源浪费。

http://www.cinic.org.cn/xw/schj/949987.html?from=singlemessage

2007年以来，中国的晶圆制造产能在全球占比迅速提升，远高于其它国家和地区。2019年中
国集成电路晶圆制造生产线（4英寸以上）有199条，其中12英寸生产线有28条；8英寸生产
线有35条（包括1条中试线）。各地投资建厂热情高涨，但是一批制造项目面临烂尾停工，违
背半导体产业发展规律的盲目冲动值得警惕。

12英寸装机产能

11.3%…

8英寸装机产

能12.5%

6英寸装机产

能28.7%
5英寸装机产能

10%

4英寸装机产能

32.5%

3英寸装机产能…
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虚心向美国半导体产业学习，加大创新投入力度

资料来源：BCG，2020

技术领先地位使美国公司建立了创新的良性循环：大规模研发带来卓越的技术和产品，进而带来了更高

的市场份额和更高的利润率，从而能够更多地投入研发。

自1988年以来，美国在生产率增长和实际GDP增长方面都大大优于其它高收入国家。
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